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(57)摘要

提供一種基板處理裝置及基板處理方法，能夠正確地掌握儲留處理液的槽內的所期望液量。

有關實施形態的基板處理裝置，具備：儲留處理液的槽(31)；以使儲留在槽(31)的處理液流入的 

方式連接至槽(31)，且以從槽(31)流入的處理液的液面(Ml)會因應槽(31)內的處理液的增減而移動 

的方式形成的液面配管(33)；檢出液面配管(33)內的液面(Ml)的液面感測器(35)；用以供應氣體至 

比液面配管(33)內的液面(Ml)還上方的配管空間的供氣配管(34)；因應由供氣配管(34)供應氣體至 

配管空間而導致的液面配管(33)內的液面(Ml)的移動，基於液面感測器(35)的檢出結果，判斷液面 

感測器(35)有無誤檢出的控制部(50)。

指定代表圖：
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圖2
符號簡單說明：

30 · · ·液供應部

31 · · •槽

31a · · ·開放配管

31b・・・開關閥 

32・・・加熱器

33 · · ·液面配管 

33a · · ·節流構件

34 · · ·供氣配管 

34a・・•開關閥

35 · · •液面感測器 

50・・・控制部

Ml · · •液面 

H1・・・貫通孔
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發明專利說明書
（本說明書格式、順序，請勿任意更動）

【發明名稱】（中文/英文）

基板處理裝置及基板處理方法

【技術領域】

本發明的實施形態係有關於基板處理裝置及基板處理 

方法。

【先前技術】

基板處理裝置係對半導體晶圓、光罩用玻璃基板、液 

晶用玻璃基板等各種基板進行各種表面處理（例如，蝕刻 

處理或沖洗處理等）的裝置。該基板處理裝置具備儲留處 

理液（例如，蝕刻液或沖洗液等藥液）的槽，將槽內的處 

理液供應至基板的被處理面進而處理基板。

在該基板處理裝置的槽內，設有加熱槽中的處理液的 

加熱器。這是為了將處理液的溫度維持在所期望溫度以 

上。此外，在槽外，為了監視槽內的液量，設置有通過槽 

內的L形配管，藉由感測器檢測該配管內的液面。該液面 

感測器，例如，設置二個以檢測槽內的上限液量及下限液 

量。因應該等液面感測器的檢測結果，控制對槽的液補充 

動作或停止該補充動作等的各種動作。

前述配管內的處理液溫度，相較於存在有加熱器的槽 

內的處理液為低。因此，若處理液的溫度降低，因為處理 
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液的飽和量（添加材能溶解於處理液的量）降低，配管內 

的處理液內所含有的添加材會析出，析出的添加材附著於 

配管的內表面。若析出的添加材附著於配管的內表面的 

話，該析出物會使液面感測器發生誤檢出。若該液面感測 

器產生誤檢出的話，槽內的處理液的所期望液量，例如， 

會變得無法正確地掌握上限液量或下限液量。作為一例， 

因為液面感測器的誤檢出，下限液量，也就是，在當無法 

掌握液不足的情況時，處理液無法供應至槽，會發生加熱 

器的空燒等，使得裝置破損。

此外，液面感測器的誤檢出，係因為如前述析出物附 

著於配管的內表面而產生。若析出物附著於配管的內表面 

的話，例如，液面感測器即便是在檢出配管內的處理液的 

檢出位置沒有處理液時5也會檢出處理液5或在該檢出位 

置之間使配管內的處理液上下移動時，也會持續檢出處理 

液。

【發明內容】

本發明所欲解決的課題係提供一種基板處理裝置及基 

板處理方法，能夠正確地掌握儲留處理液的槽內的所期望 

液量。

有關實施形態的基板處理裝置，具備：儲留用以處理 

基板的處理液的槽；以使儲留在槽的處理液流入的方式連 

接至槽，且以從槽流入的處理液的液面會因應槽內的處理 

液的增減而移動的方式形成的液面配管；檢出液面配管內 
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的液面的液面感測器；用以供應氣體至比液面配管內的液 

面還上方的配管空間的供氣配管；因應由供氣配管供應氣 

體至配管空間而導致的液面配管內的液面的移動，基於液 

面感測器的檢出結果，判斷液面感測器有無誤檢出的控制 

部。

有關實施形態的基板處理裝置，具備：儲留用以處理 

基板的處理液的槽；以使儲留在槽的處理液流入的方式連 

接至槽，且以從槽流入的處理液的液面會因應槽內的處理 

液的增減而移動的方式形成的液面配管；檢出液面配管內 

的液面的液面感測器；用以供應氣體至比液面配管內的液 

面還上方的配管空間的供氣配管；用以排出來自配管空間 

的氣體的開放配管；以使液面配管內的液面反覆移動的方 

式，進行對配管空間的氣體供應以及從配管空間的氣體排 

出的重覆控制的控制部。

有關實施形態的基板處理方法，藉由液面感測器來檢 

出以使儲留在槽的處理液流入的方式連接至槽的液面配管 

內的液面，該基板處理方法具有：從供氣配管供應氣體至 

比液面配管內的液面還上方的配管空間的工程；藉由液面 

感測器來檢出藉由供氣配管供應氣體至配管空間而移動的 

液面的工程；基於液面感測器的檢出結果，判斷液面感測 

器有無誤檢出的工程。

有關實施形態的基板處理方法，藉由液面感測器來檢 

出以使儲留在槽的處理液流入的方式連接至槽的液面配管 

內的液面，該基板處理方法具有：以使液面配管內的液面 
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反覆移動的方式，重覆進行對比液面配管內的液面還上方 

的配管空間的氣體供應及從配管空間的氣體排出的工程。

根據前述實施形態的基板處理裝置或基板處理方法， 

能夠正確地掌握儲留處理液的槽內的所期望液量。

【圖式簡單說明】

［圖1］表示有關第 1實施形態的基板處理裝置的概略

［圖2］表示有關第 1實施形態的液供應部的概略構成

構成的圖。

的圖。

［圖3］表示有關第 1實施形態的液供應部的概略構成

的側面圖。

［圖4］表示有關第 1實施形態的液面感測器檢出試驗

的流程之流程圖。

［圖5］表示有關第 2實施形態的液供應部的概略構成

的圖。

［圖6］表示有關第 3實施形態的液供應部的概略構成

的圖。

7］表示有關第 4實施形態的液供應部的概略構成

的圖。

【實施方式】

＜第ι實施形態〉

有關第1實施形態參照圖1到圖4作說明。
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（基本構成）

如圖1所示，有關第1實施形態的基板處理裝置10 

具備：基板處理部20、液供應部30、液補充部40、控制 

部50。作為該基板處理裝置10所使用的處理液，例如， 

可以是包含Si等添加材的處理液（例如，蝕刻液或沖洗 

液等的藥液）。

基板處理部20對基板的被處理面供應處理液來處理 

基板。作為該基板處理部20，例如，可以使用葉片式或 

分批式等的處理裝置。基板處理部20電連接至控制部 

50，藉由控制部50來控制其驅動。

液供應部30儲留處理液，將儲留的處理液供應至基 

板處理部20。該液供應部30，藉由供應配管30a連接至 

基板處理部20，藉由設於供應配管30a途中的泵30b的 

驅動，對基板處理部20供應處理液。泵30b電連接至控 

制部50，藉由控制部· 50來控制其驅動。

液補充部40係因應液供應部30內的處理液的液量， 

補充處理液至液供應部30。該液補充部40，藉由補充配 

管40a連接至液供應部30，藉由設於供應配管40a途中的 

泵40b的驅動，對液供應部30補充處理液。泵40b電連 

接至控制部50，藉由控制部50來控制其驅動。

控制部50具備：將各部集中控制的微電腦、記憶有 

關基板處理的基板處理資訊或各種程式等的記憶部（圖都 

未示）。該控制部50讀出來自記憶部的基板處理資訊及 
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各種程式等，基於讀出的基板處理資訊及各種程式，進行 

基板處理部20的基板處理動作或液供應部30的液供應動 

作、液補充部40的液補充動作等各動作的控制。此外， 

在控制部50電連接警報器或顯示器等的通知部50a。

（液供應部）

如圖2及圖3所示，液供應部30具有：槽31、加熱 

器32、複數條（圖3之例為二條）液面配管33、複數條

（圖3之例為二條）供氣配管34、複數（圖3之例為四 

個）液面感測器35。

槽31為儲留處理液的儲留部。該槽31連接有開放配 

管31a °在該開放配管31a的途中，例如設有電磁閥等的 

開關閥31b °該開關閥3 lb電連接至控制部50，藉由控制 

部50來控制其開關動作。

加熱器32設於槽31內的底面。該加熱器32將槽31 

內的處理液加熱至所期望溫度的以上，例如，因應控制部 

50的控制，將處理液溫度維持於預定範圍內。加熱器32 

電連接至控制部50，藉由控制部50來控制其驅動。

各液面配管33的一端分別連接至槽31的側面（圖2 

之例為右側面）的底面側端部，其另一端連接至槽31的 

上面。也就是說，液面配管33以使儲留在槽31的處理液 

流入的方式連接至槽31，且以從槽31流入的處理液的液 

面Ml （參照圖2）會因應槽31內的處理液的增減而移動 

的方式來形成。
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供氣配管34分別與每個液面配管33相應設置一個。 

該供氣配管34連接至液面配管33的上端部，係用以供應 

氣體（例如，Ν?氣體等的不活性氣體）至比液面配管33 

內的液面Ml還上方的配管空間的配管。在各供氣配管34 

的途中，例如個別設有電磁閥等的開關閥34a ο該等開關 

閥34a電連接至控制部50，藉由控制部50來控制其開關 

動作。

此外，氣體的流量及壓力，藉由供應至液面配管33 

內的配管空間的氣體來設定成使液面配管33內的液面Ml 

在預定距離（所有液面感測器35成為OFF的距離）移 

動。但是，氣體的流量及壓力，可以因應供氣配管34的 

直徑或處理液的黏度等要因作適宜變更。此外，藉由對液 

面配管33內的配管空間的氣體填充（供應），槽3 1內的 

處理液溫度不會變化。

其中，液面配管33內的配管空間與比槽31內的液面 

還上方的槽空間連繫。在該液面配管33中的上部水平配 

管部分的內部，設置具有貫通孔H1的節流構件33a （參 

照圖2）。貫通孔H1的孔直徑比液面配管33的直徑還 

小。節流構件33a，限制供應至液面配管33內的配管空 

間的氣體通過液面配管33的上部水平配管部分而流入槽 

31內。藉此，填充氣體至液面配管33內的配管空間後， 

液面配管33內的液面Ml下降。

液面感測器35分別與每個液面配管33相應而設置二 

個。該等液面感測器35分別檢出液面配管33內的液面 
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Ml °例如，各液面感測器35以掌握上限液量（ΗΗ ）、補 

充開始液量（L ）、補充停止液量（Η ）、下限液量 

（LL）的方式，分別設置於個別對應的位置。該等液面感 

測器35電連接至控制部50，該檢出信號被輸入至控制部 

50。作為各液面感測器35，例如，使用電容感測器等。 

此外，在本實施形態中，電容感測器為ON時，為檢出處 

理液（液面Ml）的狀態；電容感測器為OFF時，為未檢 

出處理液的狀態。

其中，上限液量（HH）用的液面感測器35及下限液 

量（LL）用的液面感測器35雖被固定，但補充開始液量

（L）用的液面感測器35及補充停止液量（H）用的液面 

感測器35係形成為於高度方向可移動。藉此，使用者可 

因應必要，變更補充開始液量用的液面感測器35及補充 

停止液量用的液面感測器35的高度位置，能調整補充開 

始液量及補充停止液量。

此外，前述液面配管33的條數為二條，液面感測器 

35於每個液面配管33分別設置二個（參照圖3），但不 

限於此，液面配管33的條數設為一條也可以。不過，對 

於一條液面配管33設置四個液面感測器35時，會有液面 

感測器35之間的間隔過窄的狀態發生。也就是說，上限 

液量（HH ）與補充開始液量（L ）之間的間隔或補充停止 

液量（Η ）與下限液量（LL ）•之間的間隔變窄，在各液面 

感測器35所檢測的位置會互相干擾。因此，為了防止液 

面感測器35之間的干擾，液面配管33的條數不只設一 
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條，設置複數條較佳。

控制部50在通常運轉中，基於各液面感測器35的檢 

出結果來掌握槽31內的處理液的液量。例如，控制部50 

基於各液面感測器35的檢出結果，判斷液量在上限液量 

（HH）以上時，將其結果藉由通知部50a來通知而對使 

用者發出警告。此外，當控制部50判斷液量在補充開始 

液量（L）以下時，驅動液補充部40的泵40b，從液補充 

部40向液供應部30通過補充配管40a來補充處理液。之 

後，判斷液量為補充停止液量（H）時，停止液補充部40 

的泵40b，停止從液補充部40向液供應部30的處理液補 

充。此外，控制部50判斷液量在下限液量（LL ）以下 

時，將其結果藉由通知部50a來通知而對使用者發出警 

告，再來，停止向基板處理部20的液供應及加熱器32的 

加熱。之後，控制部50在判斷液量在補充開始液量（L ） 

以上時，再度開始加熱器32的加熱，判斷液量在補充開 

始液量（L ）以上，且處理液的溫度成為設定的溫度範圍 

內時，再度開始向基板處理部20的液供應。

此外，前述控制部50，在液面感測器35的檢出試驗 

中，開啟各供氣配管34的各個開關閥34a，供應氣體至 

各液面配管33內的配管空間，使液面配管33內的液面 

Ml移動，在各個液面感測器35，基於液面感測器35的 

檢出結果，判斷液面感測器35有無誤檢出。也就是說， 

控制部50因應液面配管33內的液面Ml的移動，判斷液 

面感測器35是否正常檢出。例如，控制部50以液面配管 
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33內的液面Ml下降至比下限液量（LL）的位置還低的 

位置的狀態，判斷液面感測器35是否成為OFF （液面不 

檢出時）。當判斷液面感測器35沒有成為OFF時，判定 

該液面感測器35有誤檢出。此外，控制部50停止前述氣 

體供應，以液面配管33內的液面Ml上升至比上限液量 

（HH）的位置還高的位置的狀態，判斷液面感測器35是 

否成為ON （液面檢出時）。當判斷液面感測器35沒有成 

為ON時，判定該液面感測器35有誤檢出。

（液面感測器檢出試驗）

接著，詳細說明有關前述基板處理裝置10所進行的 

液面感測器檢出試驗。

在液面感測器檢出試驗中，在上限液量（HH ）與下 

限液量（LL）中的通知部50a所發出的警告（警報），此 

外，設定未執行裝置的動作停止操作的試驗模式。此外， 

在試驗模式設定時，停止從液供應部30向基板處理部20 

的處理液供應。再來，液供應部30的槽31開啟開放配管 

31a的開關閥31b而大氣開放。此外，液面感測器檢出試 

驗基本上是在基板處理中以外的各預定期間執行，或是在 

待機期間中執行。不過，當對基板處理沒有壞影響時，也 

可以在基板處理中執行。

如圖4所示，在步驟S1中，補充配管40a的泵40b 

被驅動，處理液從液補充部40通過補充配管40a被補充 

至液供應部30的槽31內。此時，在各液面配管33內的 
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液面Ml到上限液量（HH）的位置為止（參照圖3），持 

續補充動作。接著，在各液面配管33內的液面 Ml到達 

上限液量（HH ）的位置後，停止處理液的補充。藉此， 

所有的液面感測器35的檢出試驗準備結束。

其中，在處理液的補充動作中，液面Ml在補充開始 

液量（L）與補充停止液量（H）之間時，因為液面Ml的 

高度位置有變動，並非以一定的供應量來補充處理液，在 

到達上限液量（HH ）的位置為止，持續處理液的供應。 

另一方面，在液面感測器檢出試驗前，雖在槽31內預先 

填充預定量的處理液，但初次的液面感測器檢出試驗前等 

而槽31內是空的情況時，液面Ml成為上限液量（HH） 

的位置的預定量，以一定的流量、預定時間將處理液供應 

至槽31內。

在步驟S2中，各供氣配管34的各個開關閥34a開 

啟，氣體被供應至各液面配管33內的配管空間。藉此， 

填充預定量的氣體至各液面配管33內的配管空間，各液 

面配管33內的液面Ml移動至比下限液量（LL）的位置 

還低的位置。此外，此時氣體的流量及壓力，藉由供應至 

液面配管33內的配管空間的氣體來預先設定成使液面配 

管33內的液面Ml，移動至比下限液量（LL ）的位置還 

低的位置。

在步驟S3中，以各液面配管33內的液面Ml比下限 

液量（LL）的位置還低的位置的狀態，判斷所有的液面感 

測器35是否為OFF。當判斷所有的液面感測器35為OFF
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後（YES） ＞在步驟S4中，各供氣配管34的各個開關閥

34a關閉，停止對各液面配管33內的配管空間的氣體供 

應。對應於此，各液面配管33的配管空間內的氣體，通 

過各液面配管33的上部的水平配管部分，也就是節流構 

件33a的貫通孔H1，漸漸地排出至槽31內。藉此，各液 

面配管33內的液面Ml，緩慢地移動至原來的上限位置

（HH）為止（相較於下降速度，上升速度較慢）。

在步驟S5中，在氣體的供應停止經過預定時間後 ， 

也就是以各液面配管33的液面Ml在上限液量（HH）的 

位置以上的狀態，判斷各液面感測器35是否為ON。當判 

斷所有的液面感測器35為ON後（YES），在步驟S6 

中，判定各液面感測器35無誤檢出。

另一方面，在前述的步驟S3中，判斷各液面感測器 

35非為OFF後（NO），在前述步驟S5中，判斷各液面 

感測器35非為ON後（NO），在步驟S7中，判斷液面 

感測器35的誤檢出判斷次數（重試次數）是否為預定次 

數（例如三次）。

在步驟S7中，判斷液返回的判斷次數非預定次數 

（例如，三次）後（NO），處理回到步驟S2，重覆步驟

S2以後的處理。

另一方面，在步驟S7中，判斷液返回的判斷次數為

如 例
S
 

E
 

Y
 後 次 三

d
u
 半 中

8
 

S

定各液面感測器35有誤檢出。此時，例如，藉由通知部

50a來向使用者通知各液面感測器35有誤檢出。此外， 
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控制部50能夠特定有誤檢出的液面感測器35，藉由通知 

部50a來向使用者通知發生誤檢出的液面感測器35 ο

在這種液面感測器檢出試驗中，供應氣體至各液面配 

管33內的配管空間，液面配管33內的液面Ml移動。相 

應於此，在各液面感測器35，基於液面感測器35的檢出 

結果，來判斷液面感測器35有無誤檢出。例如，以液面 

配管33內的液面Ml下降至比下限液量（LL）的位置還 

低的位置的狀態，判斷液面感測器35是否成為OFF。當 

判斷液面感測器35沒有成為OFF時，判定該液面感測器 

35有誤檢出。再來，停止氣體供應，以液面配管33內的 

液面Ml ±升至比上限液量（HH）的位置還高的位置的狀 

態，判斷各液面感測器35是否成為ON。當判斷液面感測 

器35沒有成為ON時，判定該液面感測器35有誤檢出。 

這樣的話，因為可以掌握液面感測器35的誤檢出，基於 

有誤檢出的液面感測器35的檢出結果，無法求得槽31內 

的液量。藉此，能夠正確地掌握儲留處理液的槽31內的 

所期望液量。

其中，當判斷液面感測器35有誤檢出時，為在液面 

配管33的內表面附著有添加材的析出物的狀態。為了除 

去該析出物，例如，重覆對各液面配管33内配管空間的 

氣體填充（供給）及排出，使各液面配管33內的液面Ml 

反復地上下移動是有效的。在這種情況下，藉由各液面配 

管33內的液面Ml的反復上下移動，能夠剝除附著於液 

面配管33的內周面的析出物。因此，因為能夠抑制液面 
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感測器35的誤檢出，能夠正確地掌握儲留處理液的槽31 

內的所期望液量。

如以上所說明的，根據第1實施形態，從供氣配管 

34供應氣體至各液面配管33內的配管空間，因應使液面 

配管33內的液面Ml的移動，基於液面感測器35的檢出 

結果，判斷液面感測器35有無誤檢出，藉此能夠掌握液 

面感測器35有無誤檢出。這樣的話，基於有誤檢出的液 

面感測器35的檢出結果，無法求得槽31內的液量，基於 

無誤檢出的液面感測器35的檢出結果，能求得槽31內的 

液量。因此，能夠正確地掌握儲留處理液的槽31內的所 

期望液量。

＜第2實施形態〉

有關第2實施形態參照圖5作說明。此外，在第2實 

施形態中僅說明與第1實施形態的相異點（液面配管的構 

造），省略其他說明。

如圖5所示，關於第2實施形態的液面配管33的一 

端，與第1實施形態一樣，分別連接至槽31的側面（圖 

5之例為右側面）的底面側端部，其另一端，與第1實施 

形態不同，不連接至槽3 1的上面（槽3 1內的空間），而 

連接至供氣配管34 °

此外，液面配管33的上端部連接有開放配管33b ° 

此外，開放配管33b的一端連接至比液面配管33中的上 

限液量（HH）的位置還高的位置，該開放配管33b的另 
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一端開放至大氣。在該開放配管33b的途中，例如設有電 

磁閥等的開關閥33c ο該開關閥33c電連接至控制部50 > 

藉由控制部50來控制其開關動作。此外，開關閥33c在 

從供氣配管34供應氣體時關閉，氣體供應停止後開啟。

在該液面配管33也與第1實施形態一樣，填充氣體 

至液面配管33內的配管空間後，液面配管33內的液面 

Ml會移動。此時，供應至液面配管33內的氣體與第1實 

施形態不同，不向槽31側排氣，而對液面配管33內的液 

面Ml作用。因此，若氣體的流量及壓力等與第1實施形 

態相同的話，液面配管33內的液面Ml移動速度變得比 

第1實施形態還快。藉此，在液面感測器檢出試驗中，因 

為能夠縮短液面配管33內的液面Ml移動的等待時間， 

能夠縮短液面感測器檢出試驗的試驗時間。

如以上的說明，根據第2實施形態，可以得到與第1 

實施形態一樣的效果。再來，不將液面配管33的一端連 

接至槽31內的空間，藉由將開放配管33b連接至液面配 

管33，因為向液面配管33內的配管空間供應的氣體不向 

槽31內排氣而作用於液面配管33內的液面Ml，能夠縮 

短液面感測器檢出試驗的試驗時間。

<第3實施形態〉

有關第3實施形態參照圖6作說明。此外，在第3實 

施形態中僅說明與第1實施形態的相異點（加熱部），省 

略其他說明。
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如圖6所示，有關第3實施形態的液供應部30具 

備：加熱器等的加熱部36。加熱器36設於液面配管33 

的外周，加熱液面配管33內的處理液，將處理液溫度維 

持於預定範圍內。藉此，因為能夠抑制液面配管33內的 

處理液的溫度降低，能夠抑制添加材的析出。加熱部36 

電連接至控制部50 藉由控制部50來控制其驅動。

但是，即便是進行前述溫度控制的情形，也有液面配 

管33內的處理液所含有的添加材析出而附著於液面配管 

33的內表面的情形。因此，控制部50，例如，在判斷液 

面感測器35有誤檢出時，相較於判斷液面感測器35無誤 

檢出時，提升加熱部36所加熱的處理液的加熱溫度。藉 

此，將液面配管33內的處理液以更高的溫度加熱，能夠 

將附著於液面配管33內表面的析出物溶於處理液中，進 

而除去之。

如以上的說明，根據第3實施形態，可以得到與第1 

實施形態一樣的效果。再來，藉由將加熱器36設於液面 

配管33 >因為能夠加熱液面配管33內的處理液而將處理 

液溫度維持於預定範圍內，能夠抑制液面配管33內的處 

理液所含有的添加材析出而附著於液面配管33的內表 

面。再來，當判斷液面感測器35有誤檢出時 > 相較於判 

斷液面感測器35無誤檢出時，藉由提升加熱部36所加熱 

的處理液加熱溫度，以比液面配管33內的處理液更高的 

溫度作加熱，能夠將附著於液面配管33內表面的析出物 

溶於處理液中，進而除去之。
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此外，在前述第3實施形態中，雖例示了設置加熱部 

36，但不以此為限，例如，也可以設置使液面配管33內 

的處理液振動的振動部（參照圖6中的符號36）來取代 

加熱部36,或者，也可以兼設置兩者.。藉由振動部來使 

液面配管33內的處理液振動，能夠將附著於液面配管33 

內表面的析出物除去。振動部，控制部50僅在判斷液面 

感測器35有誤檢出時，藉由振動部使處理液振動。或 

者，因為控制部50抑制了液面配管33的內表面的析出物 

附著，藉由振動部預先使處理液常時振動，在判斷液面感 

測器35有誤檢出時，相較於判斷液面感測器35無誤檢出 

時，能提升振動部所振動的處理液振動數。在此情形時， 

使液面配管33內的處理液以高振動數振動，能夠將附著 

於液面配管33內表面的析出物確實除去。

＜第4實施形態〉

有關第4實施形態參照圖7作說明。此外，衽第4實 

施形態中僅說明與第1實施形態的相異點（循環部），省 

略其他說明。

如圖7所示，有關第4實施形態的液供應部30具 

備：可壓送的循環部37 θ循環部37例如為泵等，連接至 

槽31內。該循環部37電連接至控制部50，藉由控制部 

50來控制其驅動。循環部37加壓密閉狀態的槽31內的 

處理液，使液面配管33內的處理液返回槽31內而循環。 

槽31內的處理液從液面配管33的下側開口流入液面配管 
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33內。流入的處理液朝液面配管33內上升的方向流動， 

從液面配管33的上側開口流入槽內31並返回。藉此，在 

液面配管33內產生處理液的流動。

這種循環動作係定期地被執行。藉此，定期地使處理 

液在液面配管33內流通循環，使液面配管33內的處理液 

移動。藉由該處理液的流動，能夠阻止析出物附著於液面 

配管33的內表面。此外，因為在槽31內被加熱的處理液 

流入液面配管33內，因此也可以加熱液面配管33內，能 

夠將液面配管33內的析出物溶入處理液中並除去之。再 

來，也可以抑制液面配管33內的處理液所含有的添加材 

析出而附著於液面配管33的內表面。

但是，即便是定期地進行前述循環控制的情形 > 也有 

液面配管33內的處理液所含有的添加材析出而附著於液 

面配管33的內表面的情形。因此，控制部50，例如，在 

判斷液面感測器35有誤檢出時，相較於判斷液面感測器 

35無誤檢出時，加強循環部37對槽31內處理液的壓出 

力，提升循環的處理液流速。藉此，使液面配管33內的 

處理液以更快的流速循環，能夠將附著於液面配管33內 

表面的析出物除去。

如以上的說明，根據第4實施形態，可以得到與第1 

實施形態一樣的效果。再來，藉由將循環部37設於槽 

31 >因為能夠使液面配管33內的處理液返回槽31內並循 

環，能夠抑制液面配管33內的處理液所含有的添加材析 

出而附著於液面配管33的內表面。再來，當判斷液面感 
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測器35有誤檢出時，相較於判斷液面感測器35無誤檢出 

時，藉由提升循環部37所致的處理液流速，使液面配管 

33內的處理液以更快的流速循環，能夠將附著於液面配 

管33內表面的析出物除去。

＜其他的實施形態〉

在前述各實施形態中，雖例示了設置複數個液面感測 

器35 （圖3之例為四個）的情形，但不以此為限，例 

如，可以僅設置上限液量（HH）用及下限液量（LL）這 

兩個液面感測器35，此外，也可以僅設置下限液量 

（LL）這一個液面感測器35，其個數並沒有特別的限 

定。此外，並不需要將所有的液面感測器35都作為檢出 

試驗對象，也可以僅將容易產生誤檢出的液面感測器35 

作為檢出試驗對象。在這種情形，並不一定要執行前述圖 

4中的步驟S1的液補充，若檢出試驗對象的液面感測器 

35為ON狀態，則可以省略步驟S1的液補充。

此外，在前述各實施形態中，雖例示了因應對液面配 

管33的配管空間的氣體供應，而基於液面感測器35的 

ON、OFF來判斷液面感測器35有無誤檢出，但並不以此 

為限。例如，也可以因應藉由對液面配管33的配管空間 

的氣體填充而暫時下降的液面Ml返回原來位置的液返回 

時間，來判斷液面感測器35有無誤檢出。液的返回時間 

會因應附著於液面配管33的內表面的析出物的量而變 

化，析出物的量越多則越長。因此，若液的返回時間在預 
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定時間內的話，析出物的量為預定量.（液面感測器35未 

產生誤檢出的析出物的量）以下，判定液面感測器35無 

誤檢出。另一方面，若液的返回時間不在預定時間內的 

話，析出物的量比前述預定量還多，判定液面感測器35 

有誤檢出。此外，可以預先藉由實驗等來求出液的返回時 

間與析出物的量之間的相關關係，再基於該相關關係來設 

定前述預定時間。

以上，雖已說明了本發明的幾個實施形態，但該等實 

施形態僅作為例示，並沒有要限定本發明的範圍。該等新 

穎的實施形態，也可以利用於其他各種形態來實施，在不 

脫離發明要旨的範圍內，可以進行各種省略、置換、變 

更。該等實施形態及其變形，在包含於發明的範圍及要旨 

中的同時5也包含申請專利範圍中所記載之發明的均等範 

圍。

【符號說明】

10 :基板處理裝置

31 ：槽

33 :液面配管

33b :開放配管

34 ：供氣配管

35 :液面感測器

36 :加熱部

37 :循環部
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50 :控制部
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公告本

發明摘要

※申請案號：106108366

※申請日：106年03月14日 探IPC分類：HO1L 21/67 （2006.01）
H01L 21/306 （2006.01）

【發明名稱】（中文/英文） G02F 1/1333 （2006.01）

基板處理裝置及基板處理方法

【中文】

提供一種基板處理裝置及基板處理方法，能夠正確地 

掌握儲留處理液的槽內的所期望液量。

有關實施形態的基板處理裝置，具備：儲留處理液的 

槽（31）'；以使儲留在槽（31）的處理液流入的方式連接 

至槽（31 ），且以從槽（31 ）流入的處理液的液面

（Ml ）會因應槽（31）內的處理液的增減而移動的方式 

形成的液面配管（33） 「檢出液面配管（33）內的液面

（Ml ）的液面感測器（35 ）；用以供應氣體至比液面配 

管（33）內的液面（Ml）還上方的配管空間的供氣配管

（34）；因應由供氣配管（34）供應氣體至配管空間而導 

致的液面配管（33 ）內的液面（Ml ）的移動，基於液面 

感測器（35）的檢出結果，判斷液面感測器（35）有無誤 

檢岀的控制部（50）。

【英文】
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申請專利範圍
ί. 一種基板處理裝置，具備：儲留用以處理基板的 

處理液的槽；

以使儲留在前述槽的處理液流入的方式連接至前述 

槽，且以從前述槽流入的處理液的液面會因應前述槽內的 

處理液的增減而移動的方式形成的液面配管 ；

檢出前述液面配管內的前述液面的液面感測器 ；

用以供應氣體至比前述液面配管內的前述液面還上方 

的配管空間的供氣配管；

因應由前述供氣配管供應前述氣體至前述配管空間而 

導致的前述液面配管內的前述液面的移動，基於前述液面 

感測器的檢出結果，判斷前述液面感測器有無誤檢出的控 

制部。

2. 如請求項1所記載的基板處理裝置，更具備：用 

以排出來自前述配管空間的氣體的開放配管 ；

其中，前述控制部在判斷前述液面感測器有誤檢出 

時，以使前述液面配管內的前述液面反覆移動的方式，進 

行對前述配管空間的氣體供應以及從前述配管空間的氣體 

排出的重覆控制。

3. 如請求項1所記載的基板處理裝置，更具備：加 

熱前述液面配管內的前述處理液的加熱部。

4. 如請求項3所記載的基板處理裝置，其中，前述 

控制部在判斷前述液面感測器有誤檢出時，相較於判斷前 

述液面感測器無誤檢出時，提升前述加熱部所加熱的前述 
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處理液的加熱溫度。

5. 如請求項1所記載的基板處理裝置，更具備：使 

前述液面配管內的前述處理液振動的振動部。

6. 如請求項5所記載的基板處理裝置，其中，前述 

控制部在判斷前述液面感測器有誤檢出時，相較於判斷前 

述液面感測器無誤檢出時，提升前述振動部所振動的前述 

處理液的振動數。

7. 如請求項1至6中任1項所記載的基板處理裝 

置，其中，前述液面配管的一端連接至前述槽，以使前述 

槽內的前述處理液流入前述液面配管；

前述液面配管的另一端連接至比前述槽內的前述處理 

液的液面還上方的空間；

且該基板處理裝置，更具備：使前述槽內的前述處理 

液流至前述液面配管並使其循環的循環部。

8. 如請求項7所記載的基板處理裝置，其中，前述 

控制部在判斷前述液面感測器有誤檢出時，相較於判斷前 

述液面感測器無誤檢出時，提升前述循環部所致的前述處 

理液的流速。

9. 一種基板處理裝置，具備：儲留用以處理基板的 

處理液的槽；

以使儲留在前述槽的處理液流入的方式連接至前述 

槽，且以從前述槽流入的處理液的液面會因應前述槽內的 

處理液的增減而移動的方式形成的液面配管；

檢出前述液面配管內的前述液面的液面感測器；
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用以供應氣體至比前述液面配管內的前述液面還上方 

的配管空間的供氣配管；

用以排出來自前述配管空間的氣體的開放配管；

以使前述液面配管內的前述液面反覆移動的方式，進 

行對前述配管空間的前述氣體供應以及從前述配管空間的 

氣體排出的重覆控制的控制部。

ίο. 一種基板處理方法，藉由液面感測器來檢出以使 

儲留在槽的處理液流入的方式連接至前述槽的液面配管內 

的液面，該基板處理方法具有：

從供氣配管供應氣體至比前述液面配管內的前述液面 

還上方的配管空間的工程；

藉由液面感測器來檢出藉由前述供氣配管供應前述氣 

體至前述配管空間而移動的前述液面的工程；

基於前述液面感測器的檢出結果，判斷前述液面感測 

器有無誤檢出的工程。

11. 一種基板處理方法，藉由液面感測器來檢出以使 

儲留在槽的處理液流入的方式連接至前述槽的液面配管內 

的液面5該基板處理方法具有：

以使前述液面配管內的前述液面反覆移動的方式，重 

覆進行對比前述液面配管內的前述液面還上方的配管空間 

的氣體供應及從前述配管空間的氣體排出的工程。
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圖式

圖1

圖2
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圖3
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圖5
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圖6
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圖7
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: 【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（2）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

30 :液供應部

31 ：槽

31a :開放配管

31b ：開關閥

32 :加熱器

33 ：液面配管

33a :節流構件

34 ：供氣配管

34a :開關閥

35 :液面感測器

50 :控制部

Ml ：液面

H1 :貫通孔

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：無
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